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Electronics

Minimaalne puurikrae sisekihis

Tegemist on tootmises kasutatava parameetriga ehk trukkplaadi-
valmistaja tehnoloogilist voimekust naitava suurusega. Antud parameetrit
aetakse segamini projekteerimises kasutatavate puurikraedega (annular

ring).

Nimelt projekteerimise kaigus defineeritakse kdik avasuurused |6plikena, st
koos metallisatsiooniga, mis omakorda tahendab, et trUkkplaadivalmistaja
peab algseid puurisuuruseid suurendama + 0,1mm vorra.

Jarelikult min puurikrae vaheneb 0,1mm vorra ja ei mahu enam tehnoloogi-
listesse raamidesse!

Sellest johtuvalt tekib vaga sagedasti olukord, kus projekteerija
kasutab trikkplaadi konstrueerimisel min parameetrit sisekihis ja
on vaga nordinud, kui valmistaja saadab gerberfailid tagasi.

Segaduste valtimiseks palun arvestage konstrueerimisel avade
suurendamisega tootja poolt voi kasutage alaldigus “Projekteerimisreeglid”
toodud parameetreid.

Lubatud minimaalne puurikrae sisekihis on suurem kui valiskihis ja

seda pohjusel, et sisekihi kahanemine pressimisel on raskemini
kontrollitav.
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